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bolzen in Verbindung mit einer nicht geklebten Backplate
beweglich. Grund hierfir ist der Spalt zwischen Mainboard
und Doppelgewindebolzen aufgrund der tiberstehenden
Backplate. Dieser Umstand ist normal. Nach Montage des
backplate. The reason for this is the gap between the main-
board and the bolt due to the protruding backplate. This is
normal. After mounting the heatsink everything is tight.

At this step, the bolt is loose in connection with a non-

Bei diesem Schritt der Installation ist der Doppelgewinde-
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